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Abstract (en)
A process for the manufacture of wood chip boards and medium density wood fibre boards is described, in which the wood chips or wood
fibres provided with binder are formed into chip or fibre mats and subsequently pressed at elevated temperature to form boards. The process is
distinguished in that during the forming process at least one surface of the chip or fibre mat is provided with a layer of wood chips or wood fibres
containing thermally non-curing binder and the chip or fibre mats thus formed are subsequently pressed.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur Herstellung von Holzspanplatten und mitteldichten Holzfaserplatten, bei dem mit Bindemittel versehene Holzspéne oder
Holzfasern zu Span- oder Fasermatten geformt und anschlieBend bei erhdhter Temperatur zu Platten gepref3t werden, beschrieben. Das Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, daB wahrend des Verformungsvorganges mindestens eine Oberflache der Span- bzw. Fasermatte mit einer Schicht
aus thermisch nicht hartbares Bindemittel enthaltenden Holzspé@nen oder Holzfasern versehen wird, und die so geformten Span- oder Fasermatten
anschlieBend gepref3t werden.
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